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  概要  Cu コア鉛フリーはんだボールとして Cu ボールに Sn と Ag を順にめっきしたボールを作製し，その溶融挙動お

よびパッド材との接合性を検討した。その結果 Sn めっき中に Cu と Ag が拡散することにより Sn-Ag-Cu の 3 元共晶温度

で溶融が開始し，Sn-3.5Ag-0.76Cu と同様な条件でソルダリングが可能とわかった。このボールを Ni/Au めっきパッドと

接合したとき，Sn-3.5Ag-0.76Cu と同様にはんだはβ-Sn，Ag3Sn，Cu6Sn5 (η )́ からなる組織を呈し，界面には η 相́が

形成した。また高温放置後の試料に対するせん断試験結果から，この界面反応層の成長が抑制されたため接合強度の劣化

が起こりにくいことがわかった。 

 

Abstract 

  The reliability of the BGA joint is influenced by the reaction between the solder ball and the pad. In this study, the melting 

behavior of Cu core solder ball with Sn/Ag and the solderability of the BGA joint between this ball and the Ni/Au coated pad ware 

investigated. It was revealed that this ball started to melt at Sn-Ag-Cu eutectic temperature. β-Sn, Ag3Sn, and Cu6Sn5 phase were 

formed inside the solder and the Cu6Sn5 reaction layer was formed at the interface after reflow soldering. It was also revealed that the 

BGA joint using Cu core solder ball could be prevented strength reductionecause the Cu6Sn5 reaction layer at the solder/pad interface 

grew slowly during aging at 150°C. 
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